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备注：更新的内容以蓝色字体显示。

公共部分：
字符

字符应清晰可辨，不满足要求时与顾客提出确认。

2.出货报告
需要提供孔电阻测试报告、可焊性测试报告、剥离强度测试报告、镀层附着力测试报告、阻焊层附着力测试报告、镀层厚度[孔铜厚度(最小和平均值)]测试报告、热应力测试报告、耐溶剂测试报告、耐热油测试报告（针对QJ*产品）。
3.过孔工艺：

(1).表贴焊盘上的过孔采用树脂塞孔并电镀的处理工艺。

(2).BGA区域的过孔、QFN中央散热焊盘上的散热孔应采用树脂(或阻焊油墨)塞孔的处理工艺。

4.序列号

在印制板上加序列号，格式为：Ⅲ+生产日期(年月日)+序列号(三位数)，如“Ⅲ20200804001”，“Ⅲ”(罗马数字)是我司在客户端对应的编号，20200804为销售下单日期，001为印制板的序列号，依次顺延。序列号允许断号。

预审部分：
1.此顾客验收标准为GJB362B-2009。
2.翘曲度

有SMT器件翘曲度≤0.75%；有BGA器件翘曲度要求≤0.5%。

3.制板说明中无要求时，不加快捷标记，不加周期标记。允许在空白区域增加内部产品追溯标识
4.数据审核要求：

印制板的结构尺寸以图纸为准，线路、阻焊和字符以光盘文件为准，如发现图纸与光盘不一致或对线路、阻焊层设计正确性有疑问请EQ确认；

5.表面工艺

Cu/Sn63PbAA:指有铅喷锡，要求覆盖、可焊接；

Cu/Ep（Ap）.Ni3Au0.05:指沉金，镍厚≥3um；金厚≥0.05um；

Cu/Ep.Au0.5:指电镀纯金，≥0.5um；

6.孔电阻测试 

孔电阻的测试要求按表1（钻孔孔径与厚径比是且的关系）：

表1：孔电阻的测试要求

	验收等级
	钻孔孔径
	厚径比
	抽样要求

	IPC
	≤0.25
	＜10:1
	抽样方案：抽样方案表序列H

样本：每LOT卡批次（不是订单批次）

	
	不限
	≥10:1
	

	GJB
	≤0.35
	＜8:1
	抽样方案：抽样方案表序列H

样本：每LOT卡批次（不是订单批次）

	
	不限
	≥8:1
	抽样方案：抽样方案表序列H

样本：每LOT卡批次（不是订单批次）

	QJ
	≤0.45
	＜8:1
	抽样方案：抽样方案表序列F

样本：每LOT卡批次（不是订单批次）

	
	不限
	≥8:1
	抽样方案：抽样方案表序列F

样本：每LOT卡批次（不是订单批次）

	QJ+宇航级
	≤0.6
	＜6:1
	100%全测

	
	不限
	≥6:1
	


CAM部分：
